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기술개발내용

 반도체소자의국부적인발열분포를고분해능, 비접촉식으로측정하고영상화할수

있는현미경기술개발

 미세반도체소자의발열특성측정/분석을통한소자성능및신뢰성향상연구에활용

 반도체소자표면또는내부를레이저로스캔하면서각스캔포인트마다온도변화에

따른반사율변화를측정하여공간적으로맵핑함으로써발열영상을구현하는기술

개발

- 기존외산장비보다높은공간분해능을구현함으로써 (공간분해능 : 350 nm) 기존장비로는

불가능했던수마이크로미터크기의반도체소자발열분포측정, 발열특성분석을가능하게함.

 시료로부터반사되어대물렌즈를통해광검출기에이르는레이저빛의경로상에있

는초점면에핀홀 (pinhole)을설치하여시료의특정한단면으로부터반사된빛만을

걸러내어발열영상을구현하는기술개발

- 기존장비로는불가능했던소자내부발열영상측정, 3차원집적소자의발열특성분석을가능

하게함.

기술이전 내용

및의의

 우리나라는자타가공인하는반도체, 디스플레이강국임에도불구하고관련장비기

술은선진국에비해많이뒤쳐져있음

 특히반도체및디스플레이소자분석장비, 그중에서도소자의성능및신뢰성향상

을위해매우중요한발열특성측정/분석장비는전량수입에의존해왔음

 국산화시도는있었으나해외기술선진사에서특허를선점하고있고, 국내장비기업

의기술력이낮아국산화에어려움이있었음

 본기술은기존외산발열영상현미경장비와다른새로운원리, 즉 ‘레이저스캐닝공

초점열반사현미경’원리를적용하여일부해외선진사들이선점하고있는특허를회

피함과동시에외산장비보다높은성능 (공간분해능향상, 시료내부발열분포측정

기능등) 및낮은가격을갖는장비를국산화할수있는기술임

< 공초점 열반사현미경시스템 사진 >

< 외산 상용장비와자체개발장비를이용하여 측정한반도체소자발열영상비교.
(a) 박막 트랜지스터광학현미경이미지, (b) 외산상용장비 (일본, H사, 중적외선현미경)를이용
하여 측정한발열영상 (공간 분해능: 3000 nm), (c) 본 기술을적용한 장비로측정한발열영상

(공간분해능: 350 nm) >
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